Pccluglar ‘ PCCCU—O:/H“Jjo
Consortium 04/6/28
AlIERFE AN
AY 1 T2 M

£ RAIRKDOEHREFTEA L I7oDIRZ5RE
— 5D BADCEREHZROHSNBED

(REFEOHDNEIT =R
CiEfE - TIEEEGLD,
RFE/N—FDQEAIFIEE D H)




BiEA

ETL—4:

INART) R

EEHB K (AIMLE =K "BRERIEKXFE)

FHER (IXETA7ERE%)
S5 T B (ERITERE AT
KERB (A TILHRAESH)
KEA#E (BARAMDMK &4t)
ABERE(L/R-Dvn\oaRS)
BEAEB(IXETA47ERE)




EE: NWTRNRAVDOB MR Fns

0 2006/110) vy 7 X /783> BlueGene/L
0 0.28PFlops, 1.43MWatt, 0.20GFlops/Watt

0 2024/6 M~y X783 Frontier
0 1194PFlops, 22.7MWatt, 52.9GFlops/Watt

17 54 G fE 43001&[%% 161.‘:.‘~]§'€j]'|‘$ﬁ2tl: 270

M TRRAVDE N .

35 1AM ENESE AT LD
%‘gg BAHITASMIZERLTLNS
§ e GPUL AT L&t 8 &
=15
= 10 BHERIELTNILE
o 5 HEZEITHSTERLY !

’ N N N N N N N N N © 9 ?L’Tbs el\f&Al/LLMo}
QQ(O\\ QQO&\ Q\Q\\ Q\q>\ Q\&\ Q\b\\ Q\OO\\ Q‘\»Q\\ Q’Q\ q,@’& &t ﬁ %::I% = *% % I= J: Y. DC
A A DA A AT A DA ER/N\aVIEFEDLTLK



B T ATSUBAME4.0 X5 HI1R &k Peons 4
EIRHEHEE SHES Y 23
« XETE 1.8MW, 18 % E R 0.7MWEE
nJr%Dﬂ%%‘y’J%# UHEE
SR EHE 55kW, & & Al 25kWHR EE

Xt

(Sl Evotiairsvsiz \ [ N ko > KA
YN AT TSy CDUIZ#ES
o FEMAHFT

/ FO)E *I!ﬁ:‘-)ﬂa;;bw\
[z ?%‘m

VAT LERD ST
BB FI—I2kTF

- & F&5/=CDU-

XTSUBAME3EERLY ) —H—
2 TlEAEL
XEKDBREIHIAIFRDEY
'U-_ﬁﬁ an'l'O)/mr__C‘if&L\




DCIZHITAHAENIZDLNT

- £RAIDREGERIZHE, DC-F5vY-H—

INCN—=YITRONSEBEBR ALITELGEVE
9, LEBDOEIEIZ, E5RILTEELE=?
LTWEITH?

. SHRODCIZHVNTHEEN HHENHIEES

ZETAEFELEI N ?ZELTETOXNIGIE ?



Bh/—+HE i §

o =H
o AIDEZEZE{H:2018Transformer & 15 1% 12 E
0 GPUDMHRE-MEREEALLD R EXYEEEZTEEASZLY
0 CPU+GPU/\YAH—IITHE IR
0 =¥
0 2024LAFEF D HARDDCHI, 8-50MW, 1000-40005v%
0 EHLRHE2.4MW > 5MW
0 SHECGPUIFEXRAE—VFENENT . EBHEINZLGEETN
0 XiE
0 FYITHEYBNIILEA>TNS, SEIFHZBEILLDDH R EAKCPU 500W
0 ERAI7IESL—3%

N
o CPU 400W, GPU 750W, B 5445 TlL. 203548 ZFlops T2140GFlops/Watt, 500MW ??
0 CPU+GPU/\wA/ — 3DIEE(ADY - AEYED) D TOERIL—ILHIE (X 5 0H
[Z1E oM. BAIKXHAS
0 Processing-in-memory: & & . FEKIIEAL
n AiE
0 FAtyYLUSNEEANHH->TLVS, DIMM(600W), HCA(150W)
0 EADRBRR;SvIH-YEBERIZIE80-150kW? FanE 7113%., 224 T+30%
0 KA THENBENLUARZREA 6



= H/\—FQ&A

0 Q: BINTIIRE

[

SFTDEDCZE R4, BATIXZELLY?

=2 BARTESFYLESED . EEMHADCISELLES

15'“3137_)%3 FE

SRTANEEL L VIR

HH?



DCIZEITHFRENZDULNT

e DCSVYH—/\IN—YDEHIFEIZDLVT,

EDLNS BT ZEE>TEHRL=A?

s EERRAVCESANEIDEEEZZATTIN?

« SRODCIZCEWWTREAIFE - wHElItERRIXESE

ETH6EFTHELETIM?



SH/ S—hRE i §

0 EH:;
0 GPUDEBAZEEIZKYZESF T TIEIELIKA D BTSN
0 RRICDVDTIINWESH TIRERH DN, a2 F —EL TIIREAMIGIDER, 1 —H &R
BRI E
0 &
0 ABCHEIKSA+ZS. 7V—0—)2F , BRIIEEZELEN, LEBVTE -, EEDinlet
37°C
0 FERPUELIUTZE#iT TE . PUEELNSIRIE~N D R
0 REBIX.EH2EESTBEHYSEME
0 KiE:
0 Intel DCIZDWVT, 408 & . FEERERFTEDARIZFIA,
0 BIXXFHR, aisle isolation, free air, ZFE S RFEAE... TV HT=Y5 > 57kW
0 DLCHLDZESATLEEZERLTE -, IDEBNEDLERRE??

o KJ&:
0 OEMREZETH. GPU 750W, CPU 400WMZEARTEILNTUWLNS,, BFERLFITK AL EITH
y (A A
0 ERIZTOVWTIE, ADIREAREETERARE
0o A

0 DLC. &ZRIFPUERILLELY, EZRIFFIER A (warranty, IRIBAT) = DLCA(>, J1)
O—)L LYK

0 E=bUODEEEZLITAIRT, ERTYTYEILITLYS 9



o SHREE(ZHEADIISAAS-PAAS-IAAS- KX
TA T INDOUT - FNRLUSN 2

* DCAYUO5(BY-ZEHRMAD) [TEELTN

RE?AVTTEDCEAERTS?

» SREBAIFOFTEDHBKICHIET 51=-6H. B

ADEBRZDCEAIT ?

10



o ZH:
0 AVUTLIRVSISORRERE FDOBZFORTRIZEELT HIMNLD
0 BEARMICKELMEDENEIILGS, VT7OROEFED—DIL, CPUDISKIZEARVFEHD

SFEHIAED
0 FyIIFEME-ERITORyYNEL TS, Al T THLIES

0 =E:
0 AltmanlEtEIIREDBE 1, SEDFEE?
0 EFIVEa1—% ready DCLMLETIE, — MG TE X . BAER-Fv)IL—I3
VHILE (RIRIZHIKTE) » Green quantum advantage?

0 KiE:
n ERDCOHH A [F10kW/rack > #k#s 7T A HANE
0 KIE:

0 LLMBEREIZE 1F1=DCILEXT CHE, Tier-1721+ THCTier-2WWETIE, PAT 72 ER
9515, DCAVTTDEALDLEN CREISLH) .
0 TransformerMERF VT TTEMN, SOBIHBTATT7HHI=GEIE?
n A5
0 AVTFDCIZDOWVWT KAREERIIERRFE, BRITEVEVLLIILEZHI FMYTFESNTLS
0 Em®DKIATEDS, BEAABICKYTA—RoRATA4T I~

11



k3 /\—FQRA

0 GPUILYSGEIKW, 10kW? BREDFIA (BRES
{>)
0 KEOKRKLETDOY-LW\ZEZxt LTI <CDCE

ENd, BARDAREGIZDOWLT. ICABIOTLA
V—E—XDIREEAIELND TITAELVDY,

12



	スライド 1: パネルセッション 生成AI時代の高性能計算インフラの抱える課題 －これからの日本DC設計に求められるもの
	スライド 2: 登壇者
	スライド 3: 背景： トップスパコンの電力推移
	スライド 4: 東工大TSUBAME4.0 冷却系統
	スライド 5: 生成AIの急速な普及に伴い、DC・ラック・サーバ・パーツに求められる性能電力比は高くなります。上記の変化に、どう対応してきました？ していますか？   
	スライド 6: 電力パート発言
	スライド 7: 電力パートQ&A
	スライド 8: DC・ラック・サーバ・パーツの冷却手法について、どういう技術を使ってきましたか？
	スライド 9: 冷却パート発言
	スライド 10: 今後重要になるのはSaaS・PaaS・IaaS・ホスティング・ハウジング・それ以外？
	スライド 11: 未来パート発言
	スライド 12: 未来パートQ&A

